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内容概要

《电子SMT专业技术资格认证教材:电子SMT制造技术与技能》主要内容：为推广中国电子学会SMT专
业技术资格认证委员会的SMT专业技术资格认证，培养一批多层次的，且具有先进电子制造专业知识
和技能的工程技术人员，《电子SMT专业技术资格认证教材:电子SMT制造技术与技能》系统地论述了
先进电子SMT制造技术与技能，并介绍了在“SMT专业技术资格认证培训和考评平台AutoSMT-VM1.1
”上实训的方法、步骤，以及SMT专业技术资格认证的考试方法。将理论、实践技能和认证考试进行
了有机整合和详细论述，使读者对现代电子SMT制造技术的产品设计、制造工艺及设备等相关理论、
方法、技术和最新发展有一个全面而系统的认识。
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章节摘录

　　2.1 （1）电阻器如何分类？电阻器的主要技术指标有哪些？ （2）如何正确选用电阻器？ 2.2 （1
）电容器有哪些技术参数？哪种电容器的稳定性较好？ （2）常用的电容器有哪几种？它们的特点如
何？ （3）简述电解电容器的结构、特点及用途。2.3 （1）怎样合理选用电容器？ （2）找一个六管超
外差收音机实物，分析内部电路各部分所用电容器的类型，为什么要用这些类型的电容？可否改型？ 
（3）查阅并分析有关以下电路的资料：普通串联稳压电源、开关电源、低频功放电路、低频前放电
路。对其中所用的电容器从型号、体积、耐压、特性等做出比较（可以列表）。（4）在用精密运算
放大器构成反向积分器、PI调节器、PID调节器、移相器时，都要用到电容器。试分析在上述运算电
路中，怎样合理选用电容器。2.4 （1）请总结几种常用电感器的结构、特点及用途。（2）请自己查资
料，找出一个多波段收音机的电路图（如有实物及随机图纸，则更好）。指出图中各种电感器的结构
、特点及用途。（3）在开关电源DC／DC电源变换器中，经常用到电感器，请自行查阅资料，做出资
料卡片。（4）用运放及阻容元件，可以构成“模拟电感器”，请注意并自行索阅这方面的信息，做
出资料卡片。2.5 （1）简述开关和插接元件的功能及其可靠性的主要因素；选用何种保护剂，可以有
效改善开关的性能？ （2）简述插接件的分类，列举常用插接件的结构、特点及用途。（3）列举机械
开关的动作方式及类型。（4）查阅资料，查找出一种万用表的内部电路，分析开关有各挡位时电路
的功能。（5）查阅资料，查找出一种立体声收录机电路，分析其中的开关挡位及电路流程（称为“
开关挡位读图法”）。

Page 7



《电子SMT制造技术与技能》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

Page 8


